MCOB封装技术以及成本的控制
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　　MOCVD需求量到底有多大，2015年国产MOCVD是否有量产的可能，台资LED企业进军大陆会造成什么样的影响，中国LED产业在上中下游领域是什么样的状况，LED灯具成本该怎么控制，10月13日在深圳金中环大酒店举办的2010LED照亮中国之旅闭幕式暨第七届LED产业主题高峰论坛你会找到问题的答案。 
　　会议吸引了近200家知名企业的总经理参加，CREE副总裁兼中国区总经理施毓灿、Philips Lumileds亚太区销售副总裁 Alvin Tse(谢文峰)、中景科创光电科技有限公司总经理钟群博士、武汉迪源光电科技有限公司总经理董志江、昊磊科技CEO 聂鹏翔、中科万邦光电股份有限公司董事长何文铭、晶科电子(广州)有限公司副总经理林晓宁、瑞丰光电子股份有限公司研发总监张嘉显、CTI华测检测技术股份有限公司电器高级经理张鸿亲临现场并做了主题演讲。
　　高工LED CEO张小飞博士对第七届LED产业主题高峰论坛开幕式致辞，并针对上中下游领域做了深刻的分析报告。张小飞代表高工LED团队向2010LED照亮中国之旅支持单位赠送感谢纪念匾牌，高工LED产业研究所副所长郑利瑶公布LED照亮中国年度评选活动候选名单。
　　何文铭：MCOB封装技术与成本控制
　　中科万邦光电股份有限公司董事长何文铭认为LED灯具的成本高居不下的最根本原因不是在于芯片，而是在封装环节。由福建中科万邦光电股份有限公司创始的采用MCOB封装技术，可使光效提高20-40%、可有效解决散热、使综合成本下降30-40%。
　　何文铭在演讲中详细介绍了MCOB封装技术如何实现提高光效、解决散热、控制成本，他表示中科万邦的LED球泡灯成本可控制在8元人民币/100LM。
